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我们诚挚邀请贵单位成为AICAS 2027与APCCAS 2027的赞助合作伙伴。AICAS 2027与APCCAS 2027 将于2027年9月20日至
24日在中国杭州城中香格里拉酒店召开，这是IEEE电路与系统学会(IEEE CASS)旗下的两大旗舰会议首次联合举办。
两场会议将汇聚智能硬件领域的专家学者、工程师、行业领军人物及青年学子，覆盖器件与电路、人工智能加速器、存内计算
及完整系统等多个前沿方向。本次联合将共享大会主旨报告、专题教程及会议晚宴等重要活动，为赞助合作伙伴搭建跨领域交
流与合作的平台。一次赞助，即可同时链接两大会议的专业群体，在同一会场、同一周内实现双重品牌曝光与交流机遇。
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AICAS 2027

Hardware for embodied AI: perception, sensor
fusion, motion control and robotics processors
具身智能硬件：感知、传感器融合、运动控制及机器人处理器

Accelerators for agentic AI, large language models
and multimodal foundation models
 面向智能体人工智能、大语言模型及多模态基础模型的加速器

Computing-in-memoƔ, near-memoƔ and
processing-in-sensor architectures
存内计算、近存计算及传感器内处理架构

Emerging devices for AI: spintronic, resistive,
ferroelectric, phase-change and photonic
面向人工智能的新兴器件：自旋电子器件、阻变器件、铁电器件、
相变器件及光子器件

Neuromorphic and spiking circuits and systems
类脑计算与脉冲神经网络电路及系统

Edge and on-device AI: low-power inference, 
on-chip learning and continual learning
边缘与端侧人工智能：低功耗推理、片上学习及持续学习

Hardware–software co-design, compilers and
AI for EDA
软硬件协同设计、编译器及人工智能辅助电子设计自动化

Chiplets, 3D integration and memoƔ systems for AI
面向人工智能的芯粒、三维集成及存储系统

TrustwoƑhy, secure and reliable AI hardware
可信、安全与可靠的人工智能硬件

AI circuits and systems for healthcare, mobility,
manufacturing and smaƑ cities
面向医疗健康、智能出行、制造业及智慧城市的人工智能电路与系统

APCCAS 2027

AƑiƍcial intelligence circuits, systems and applications
人工智能电路、系统与应用

Digital integrated circuits and systems
数字集成电路与系统

Analog and mixed-signal circuits and systems
模拟与混合信号电路与系统

Power and energy circuits and systems
功率与能源电路与系统

Biomedical circuits and systems
生物医学电路与系统

SensoƔ circuits and systems
传感电路与系统

RF and communications circuits and systems
射频与通信电路与系统

Beyond CMOS: nanoelectronics and hybrid
systems integration
超越 CMOS：纳米电子学与混合系统集成

Neural and nonlinear circuits and systems
神经与非线性电路与系统



元人民币折算。

87 500

A4宣传页广告入袋

会议日程插入A4整页宣传页

会议印刷物料上作为展商宣传

商业展位一个



frannie@youngac.cn
Application form:  https://iconf.young.ac.cn/kKUIe


